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(57)【要約】
【課題】ラインバンク方式の有機ＥＬパネルにおける混
色の発生を防止する。
【解決手段】基板上に、複数の発光素子が、平坦化層１
２を介して行列状に配列されてなる有機ＥＬ表示パネル
であって、列方向に延在する隔壁１４と、行方向に延在
し、高さが隔壁１４よりも低い画素規制層１４１とによ
って各発光素子が画定されており、複数の隔壁１４がそ
の列方向の両端部において連結部１４２によって連結さ
れ、平面視において、前記平坦化層１２の、行方向に隣
接する隔壁１４間の開口部１４ａ内であって少なくとも
一方の端部側の前記連結部に隣接する部分に、凹入部１
２１が存する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、複数の発光素子が、平坦化層を介して行列状に配列されてなり、平面視にお
いて画像表示領域と当該画像表示領域を囲繞する周辺領域とを有する表示パネルであって
、
　列方向に延在する複数の第１隔壁と、
　行方向に延在し、前記基板からの高さが第１隔壁よりも低い複数の第２隔壁と、
を備え、
　前記複数の発光素子が、前記第１隔壁と前記第２隔壁とによって画定されており、
　前記複数の第１隔壁が、前記周辺領域内まで延在すると共に、その列方向の両端部にお
いて連結部によって連結され、
　平面視において、前記平坦化層の、行方向に隣接する第１隔壁間の間隙内であって少な
くとも一方の端部側の前記連結部に隣接する部分に、凹入部が存する
　ことを特徴とする表示パネル。
【請求項２】
　列方向に延在する各発光素子列の、前記凹入部が存する側において、前記周辺領域内に
少なくとも１のダミー発光素子が配されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示パネル。
【請求項３】
　前記列方向に延在する各発光素子列の、前記凹入部が存する側において、前記周辺領域
内に複数のダミー発光素子が配されており、少なくとも一対のダミー発光素子の間に、前
記第２隔壁が形成されていない
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示パネル。
【請求項４】
　前記平坦化層の、前記第２隔壁が形成されていない少なくとも一対のダミー発光素子間
の隙間に対応する部分が凹入している
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示パネル。
【請求項５】
　前記平坦化層の、前記少なくとも１のダミー発光素子が配された領域に列方向に伸びる
溝部が連続して形成されている
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の表示パネル。
【請求項６】
　前記平坦化層上に、前記第２隔壁が間に介在しない少なくとも一対のダミー発光素子に
共通する画素電極および電荷注入輸送層が配されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示パネル。
【請求項７】
　前記第２隔壁が間に介在しない少なくとも一対のダミー発光素子には、画素電極および
電荷注入輸送層が配されていない
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の表示パネル。
【請求項８】
　列方向に延在する各発光素子列の、前記凹入部が存する側において、前記周辺領域内に
配された少なくとも１のダミー発光素子には、画素電極および電荷注入輸送層が配されて
いない
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示パネル。
【請求項９】
　基板を準備する第１工程と、
　前記基板上方に平坦化層を形成する第２工程と、
　前記平坦化層の所定位置に複数の凹入部を形成する第３工程と、
　前記平坦化層上に、画素電極と電荷注入輸送層の積層体を複数、行列状に配する第４工
程と、
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　前記平坦化層および前記積層体上方に、第２隔壁の材料の層を形成した後、パターニン
グ処理により前記列方向に隣接する複数の電極の間で行方向に延伸する第２隔壁を形成す
る第５工程と、
　前記平坦化層および前記積層体上方に、前記第２隔壁より高い第１隔壁の材料の層を形
成した後、パターニング処理により前記行方向に隣接する複数の電極の間で列方向に延伸
し、かつ、列方向の両端部が連結部により連結された複数の第１隔壁を形成する第６工程
と、
　前記複数の隔壁同士の間隙に発光材料を含むインクを塗布して発光層を形成する第７工
程と、
を含み、
　前記第６工程は、前記パターニング処理時に洗浄液で洗浄する工程と、前記洗浄液を除
去する工程とを含み、
　前記第３工程において複数の凹入部が設けられる所定位置は、平面視において、前記複
数の第１隔壁の間隙内であって、かつ、列方向における少なくとも一方の端部側の前記第
１隔壁の連結部に隣接する位置である
　ことを特徴とする表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記第６工程における前記洗浄液を除去する工程は、風圧により前記洗浄液を列方向の
一方の端部に向けて吹き寄せて除去する工程を含み、
　前記第３工程において、複数の凹入部が設けられる所定位置は、平面視において、前記
複数の第１隔壁の間隙内であって、かつ、前記洗浄液が吹き寄せられる側の前記隔壁の連
結部に隣接する位置である
　ことを特徴とする請求項９に記載の表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に複数の有機電界発光素子（以下「有機ＥＬ素子」と称する）が行列
状に配されてなる表示パネル、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光型のディスプレイとして、基板上に行列方向に沿って有機ＥＬ素子を複数
配列した有機ＥＬ表示パネルが、電子機器のディスプレイとして実用化されている。各有
機ＥＬ素子は、陽極と陰極の一対の電極対の間に有機発光材料を含む有機発光層が配設さ
れた基本構造を有し、駆動時に一対の電極対間に電圧を印加し、陽極から有機発光層に注
入される正孔と、陰極から有機発光層に注入される電子との再結合に伴って発生する電流
駆動型の発光素子である。
【０００３】
　有機ＥＬ表示パネルにおける各有機層は、従来は真空蒸着などのドライプロセスにより
成膜される場合が多かったが、塗布技術、特に印刷装置の技術の進歩に伴い、近年では、
塗布法などのウエットプロセスを採用して各有機層を形成する技術が普及しつつある。
【０００４】
　塗布法は、機能性の有機材料が溶媒に溶解してなるインクをインクジェット装置などの
印刷装置等により必要箇所に塗布した後、乾燥させて有機層を形成するものであり、大型
の有機ＥＬ表示パネルであってもその設備費が抑制できると共に材料利用率が高いなどコ
スト面で優れている。
【０００５】
　また、最近では、有機発光層を塗布法で形成する場合、その膜厚を発光色ごとに均一に
形成するため、いわゆるラインバンク方式が採用されている（例えば、特許文献１）。こ
のラインバンク方式は、基板上に、列方向に延びる複数の隔壁（バンク）を並設し、隣接
する隔壁で仕切られた領域（以下、単に「間隙」という。）にインクを連続的に塗布する
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ものであり、列方向に並ぶ複数の副画素は、行方向に延びる複数の画素規制層によって仕
切られるようになっている。
【０００６】
　画素規制層の高さは、隔壁および塗布されたインクの液面より低く設定されているため
、インクが間隙内で流動することが可能であり、レベリングにより、各発光素子における
有機層の膜厚の均一性が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２３４２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このようなラインバンク方式を採用して、塗布法で有機発光層を形成す
る場合に、隔壁の製造方法に起因して、特に列方向の端部において混色が発生するおそれ
があることが分かった。
【０００９】
　本開示は、上記課題に鑑みてなされたものであって、塗布法により有機発光層を形成し
ても、列方向端部における混色の発生を可及的に抑制して、良好な表示画質を得ることが
できる表示パネルおよびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の一態様に係る表示パネルは、基板上に、複数の発光素子が、平坦化層を介して
行列状に配列されてなり、平面視において画像表示領域と当該画像表示領域を囲繞する周
辺領域とを有する表示パネルであって、列方向に延在する複数の第１隔壁と、行方向に延
在し、前記基板からの高さが第１隔壁よりも低い複数の第２隔壁と、を備え、前記複数の
発光素子が、前記第１隔壁と前記第２隔壁とによって画定されており、前記複数の第１隔
壁が、前記周辺領域内まで延在すると共に、その列方向の両端部において連結部によって
連結され、平面視において、前記平坦化層の、行方向に隣接する第１隔壁間の間隙内であ
って少なくとも一方の端部側の前記連結部に隣接する部分に、凹入部が存することを特徴
とする。
【００１１】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルの製造方法は、基板を準備する第１工程と、
前記基板上方に平坦化層を形成する第２工程と、前記平坦化層の所定位置に複数の凹入部
を形成する第３工程と、前記平坦化層上に、画素電極と電荷注入輸送層の積層体を複数、
行列状に配する第４工程と、前記平坦化層および前記積層体上方に、第２隔壁の材料の層
を形成した後、パターニング処理により前記列方向に隣接する複数の電極の間で行方向に
延伸する第２隔壁を形成する第５工程と、前記平坦化層および前記積層体上方に、前記第
２隔壁より高い第１隔壁の材料の層を形成した後、パターニング処理により前記行方向に
隣接する複数の電極の間で列方向に延伸し、かつ、列方向の両端部が連結部により連結さ
れた複数の第１隔壁を形成する第６工程と、前記複数の隔壁同士の間隙に発光材料を含む
インクを塗布して発光層を形成する第７工程と、を含み、前記第６工程は、前記パターニ
ング処理時に洗浄液で洗浄する工程と、前記洗浄液を除去する工程とを含み、前記第３工
程において複数の凹入部が設けられる所定位置は、平面視において、前記複数の第１隔壁
の間隙内であって、かつ、列方向における少なくとも一方の端部側の前記第１隔壁の連結
部に隣接する位置であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　上記態様に係る表示パネルおよびその製造方法によれば、少なくとも有機発光層を塗布
法で形成することにより製造コストを低減しつつ、混色の発生を可及的に抑制し、表示画
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質を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の態様に係る有機ＥＬ表示装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】上記有機ＥＬ表示装置における有機ＥＬ表示パネルの画像表示面の一部を拡大し
た模式平面図である。
【図３】（ａ）は、製造途中の有機ＥＬ表示パネルの周辺領域における隔壁端部とその周
辺の構成を示す斜視図であり、（ｂ）は、当該有機ＥＬ表示パネルの一部の平面図、（ｃ
）は、（ｂ）のＤ－Ｄ線における概略断面図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、隔壁の形成後、リンス液を除去して、ＲとＧの有機発光層の
インクを塗布するまでの工程を示す図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、本開示の態様に係る効果を説明するための図である。
【図６】図２のＡ－Ａ線に沿った模式断面図である。
【図７】有機ＥＬ素子の製造工程を示すフローチャートである。
【図８】（ａ）～（ｅ）は、有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断面図である。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、図８に続く有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断面
図である。
【図１０】（ａ）、（ｂ）は、図９に続く有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断
面図である。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、図１０に続く有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分
断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は、それぞれ本開示の態様の変形例に係る有機ＥＬ表示パネル
の製造途中における、図３（ｃ）と同じ位置における概略断面図である。
【図１３】（ａ）は、別の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの製造途中における一部分の
平面図、（ｂ）は、そのＥ－Ｅ線における矢視断面図である。
【図１４】（ａ）は、さらに別の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの製造途中における一
部分の平面図、（ｂ）は、そのＦ－Ｆ線における矢視断面図である。
【図１５】（ａ）は、背景技術に係る有機ＥＬ表示パネルの製造途中における一部分の平
面図、（ｂ）は、そのＨ－Ｈ線における矢視断面図、（ｃ）は、周辺領域における隔壁端
部とその近辺の形状を示す斜視図である。
【図１６】（ａ）～（ｄ）は、背景技術に係る有機ＥＬ表示パネルにおいて、平坦化樹脂
層上方に隔壁を形成後、洗浄液で洗浄して乾燥させ、有機発光材料を含むインクを塗布す
るまでの工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　≪本開示の一態様に至った経緯≫
　ウエットプロセスの一種である塗布法は、所定の機能を有する有機材料を溶媒に溶解し
てなるインクを印刷装置等により必要箇所に塗布した後、乾燥させて有機層を形成するも
のである。特に、有機発光層を塗布法で形成する場合、膜厚を発光色ごとに均一に形成す
るため、列方向に伸びる複数の隔壁同士の間隙に連続してインクを塗布するラインバンク
方式が採用される場合が多い。
【００１５】
　図１５（ａ）は、本発明の背景技術に係る有機ＥＬ表示パネルの、製造途中（正孔輸送
層形成前）における部分的な平面図である。
【００１６】
　図１５（ａ）に示すように、複数の隔壁１４が一方向に並行に延び、その終端部は連結
部１４２で連結されて閉塞されている。また、隔壁１４の延びる方向と直交する方向に一
定の間隔をおいて画素規制層１４１が形成されており、隣接する一対の隔壁１４と一対の
画素規制層１４１で仕切られた領域により、一つの副画素の範囲が画定される。
【００１７】
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　有機ＥＬ表示パネルは平面視において、中央の画像表示領域５０と、当該画像表示領域
５０を囲繞する周辺領域６０（図１参照）とを有しており、この周辺領域内には、発光に
寄与しない有機ＥＬ素子（ダミー発光素子）が形成されるダミー画素領域６１が含まれる
。
【００１８】
　図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のダミー画素領域６１におけるＨ－Ｈ線における矢視断
面図を示している。同図に示すように不図示の基板上に樹脂材料からなる平坦化層（層間
絶縁層）１２が形成され、その上に画素電極１３と正孔注入層１５を重ねてなる複数の積
層体２５が一定の画素間隔で配列され、それらの間に画素規制層１４１が形成される。
【００１９】
　図１５（ｃ）は、有機ＥＬ表示パネルの隔壁１４の端部周辺の様子を示す斜視図であり
、画素規制層１４１の高さが隔壁１４の高さよりも低いラインバンク方式であることを示
している。
【００２０】
　図１６（ａ）～（ｄ）は、本背景技術に係る有機ＥＬ表示パネルの隔壁形成工程の最終
段階から有機発光層のインク塗布までの工程を示している。
【００２１】
　図１６（ａ）は、フォトリソグラフィ法を用いて、隔壁及び画素規制層をパターニング
した様子を示す図である。フォトリソグラフィ法の最終段階ではリンス液（洗浄液：主に
純水）により現像液などを洗い流す工程が行われる。
【００２２】
　基板上方に残留したリンス液は、図１６（ｂ）に示すように、不図示のエアーナイフ装
置のノズル５００から吐出される圧縮空気５０１に対し、有機ＥＬ表示パネルをＣ方向に
相対的に移動させることにより、リンス液が片方の端部に寄せられ、吹き飛ばされるよう
にして除去される。
【００２３】
　なお、図１６（ｂ）では簡略化して示しているため、圧縮空気５０１は、直線状の矢印
で示しているが、実際には画素規制層１４１と平行な方向に延びるカーテン状の圧縮空気
が基板上に吐出される。
【００２４】
　この際、どうしても風圧で除去しきれなかったリンス液の溜まり（以下、「リンス液溜
り」という。）４０１が連結部１４２の手前や画素規制層１４１の手前のコーナー部に残
存する。残ったリンス液は、その後に実行されるベーク処理（焼成処理）により蒸発する
が、リンス液には、わずかであるが正孔注入層１５の材料が溶解していたり、その他の部
材の残渣が含まれている場合があり、リンス液が蒸発すると、図１６（ｃ）に示すように
、溶解していた正孔注入層１５の材料成分などが析出して異物４０２となり、隔壁１４の
内側面に付着する。
【００２５】
　特に、画素規制層１４１よりも高い連結部１４２の手前でのリンス液溜り４０１が大き
いため、その分、析出する異物４０２の量も多くなる。
【００２６】
　この状態で、次に有機発光材料を含むインクを間隙に塗布する。隔壁１４は、撥液性の
高い樹脂材料で形成されているため、通常は、インクは、その表面張力により隔壁１４同
士の間隙内で、隔壁１４の上縁よりも上方に盛り上がった形状に維持されるが、隔壁１４
に異物が付着していると、その部分の撥液性が低くなり、本来の盛り上がり形状を維持す
ることができず、仕切りとなる隔壁１４の上端部を乗り越えて、隣接する異なる発光色の
インクが塗布された間隙に流れ込んでインクが混ざり、その部分が、本来目標としていた
色に正常に発光しない（以下、本明細書において、異なった発光色のインクが混ざること
を、単に「混色する」という場合がある。）。
【００２７】
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　図１６（ｄ）は、この混色の発生した様子を示す模式図であり、塗布されたインクは緑
色発光色のインク３１０Ｇと隣の赤色発光色のインク３１０Ｒとが混じり合った部分３１
０ＧＲが発生する。ラインバンク方式を採用しているため、この混色は、ダミー画素領域
６１から徐々に画像表示領域５０にも及び、表示画質が劣化する。
【００２８】
　そこで、本願発明者は、塗布法を採用して低コスト化を図りつつ、ラインバンク方式を
採用した場合でも、各発光色の混色の発生を可及的に抑制して良好な表示画質を得るため
、鋭意研究の結果、本開示の一態様に至ったものである。
【００２９】
　≪本開示の一態様の概要≫
　本開示の一態様に係る表示パネルは、基板上に、複数の発光素子が、平坦化層を介して
行列状に配列されてなり、平面視において画像表示領域と当該画像表示領域を囲繞する周
辺領域とを有する表示パネルであって、列方向に延在する複数の第１隔壁と、行方向に延
在し、前記基板からの高さが第１隔壁よりも低い複数の第２隔壁と、を備え、前記複数の
発光素子が、前記第１隔壁と前記第２隔壁とによって画定されており、前記複数の第１隔
壁が、前記周辺領域内まで延在すると共に、その列方向の両端部において連結部によって
連結され、平面視において、前記平坦化層の、行方向に隣接する第１隔壁間の間隙内であ
って少なくとも一方の端部側の前記連結部に隣接する部分に、凹入部が存する。
【００３０】
　係る態様により、ラインバンク方式を採用して有機発光層を塗布法で形成することによ
り製造コストを低減しつつ、異物の析出により生ずる混色の発生を可及的に抑制すること
ができる。
【００３１】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、列方向に延在する各発光素子列の、前記
凹入部が存する側において、前記周辺領域内に少なくとも１のダミー発光素子が配されて
いる。
【００３２】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記列方向に延在する各発光素子列の、
前記凹入部が存する側において、前記周辺領域内に複数のダミー発光素子が配されており
、少なくとも一対のダミー発光素子の間に、前記第２隔壁が形成されていない。
【００３３】
　このように少なくとも一対のダミー発光素子間に第２隔壁を形成しないことにより、製
造段階で隔壁のパターニング後のリンス液を除去する際に、リンス液溜りの存する箇所が
より少なくなり異物による混色の発生しない表示パネルとなる。
【００３４】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記平坦化層の、前記第２隔壁が形成さ
れていない少なくとも一対のダミー発光素子間の隙間に対応する部分が凹入している。
【００３５】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記平坦化層の、前記少なくとも１のダ
ミー発光素子が配された領域に列方向に伸びる溝部が連続して形成されている。
【００３６】
　係る態様により、周辺領域のダミー画素領域におけるリンス液溜りを収納する凹入部分
の全体容量が大きくなり、リンス液の蒸発により異物が析出しても第１隔壁の内壁に付着
するおそれがさらに減少し、混色が発生しにくくなる。
【００３７】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記平坦化層上に、前記第２隔壁が間に
介在しない少なくとも一対のダミー発光素子に共通する画素電極および電荷注入輸送層が
配されている。
【００３８】
　なお、ここで、画素電極が例えば陽極の場合には電荷注入輸送層は、正孔注入性および
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／または正孔輸送性を備えた機能層である。
【００３９】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記第２隔壁が間に介在しない少なくと
も一対のダミー発光素子には、画素電極および電荷注入輸送層が配されていない。
【００４０】
　これらの態様により、隔壁の製造段階でリンス液が風圧で除去される際に、円滑に連結
部に隣接する位置に設けられた凹入部まで移動して収納されるので、それまでに至る途中
で、リンス液溜りが残存し、乾燥後に異物が隔壁の内壁に付着するおそれを少なくするこ
とができる。
【００４１】
　また、本開示の別の態様に係る表示パネルは、前記列方向に延在する各発光素子列の、
前記凹入部が存する側において、前記周辺領域内に配された少なくとも１のダミー発光素
子には、画素電極および電荷注入輸送層が配されていない。
【００４２】
　本開示の別の態様に係る表示パネルの製造方法は、基板を準備する第１工程と、前記基
板上方に平坦化層を形成する第２工程と、前記平坦化層の所定位置に複数の凹入部を形成
する第３工程と、前記平坦化層上に、画素電極と電荷注入輸送層の積層体を複数、行列状
に配する第４工程と、前記平坦化層および前記積層体上方に、第２隔壁の材料の層を形成
した後、パターニング処理により前記列方向に隣接する複数の電極の間で行方向に延伸す
る第２隔壁を形成する第５工程と、前記平坦化層および前記積層体上方に、前記第２隔壁
より高い第１隔壁の材料の層を形成した後、パターニング処理により前記行方向に隣接す
る複数の電極の間で列方向に延伸し、かつ、列方向の両端部が連結部により連結された複
数の第１隔壁を形成する第６工程と、前記複数の隔壁同士の間隙に発光材料を含むインク
を塗布して発光層を形成する第７工程と、を含み、前記第６工程は、前記パターニング処
理時に洗浄液で洗浄する工程と、前記洗浄液を除去する工程とを含み、前記第３工程にお
いて複数の凹入部が設けられる所定位置は、平面視において、前記複数の第１隔壁の間隙
内であって、かつ、列方向における少なくとも一方の端部側の前記第１隔壁の連結部に隣
接する位置である。
【００４３】
　また、本開示の別の態様は、前記第６工程における前記洗浄液を除去する工程は、風圧
により前記洗浄液を列方向の一方の端部に向けて吹き寄せて除去する工程を含み、前記第
３工程において、複数の凹入部が設けられる所定位置は、平面視において、前記複数の第
１隔壁の間隙内であって、かつ、前記洗浄液が吹き寄せられる側の前記隔壁の連結部に隣
接する位置である。
【００４４】
　係る態様により、塗布法により有機層を形成して製造コストを抑えつつ、異物の隔壁へ
の付着に起因する混色の発生を抑制し、表示画質に優れた表示パネルの製造が可能となる
。
【００４５】
　なお、上記各開示の態様において「上」とは、絶対的な空間認識における上方向（鉛直
上方）を指すものではなく、表示パネル上に配された各発光素子の積層構造における積層
順を基に、相対的な位置関係により規定されるものである。具体的には、発光素子におい
て、基板の主面に垂直な方向であって、基板から積層物側に向かう側を上方向とする。ま
た、例えば「基板上」と表現した場合は、基板に直接接する領域のみを指すのではなく、
積層物を介した基板の上方の領域も含めるものとする。また、例えば「基板の上方」と表
現した場合、基板と間隔を空けた上方領域のみを指すのではなく、基板上の領域も含める
ものとする。
【００４６】
　≪実施形態≫
　以下、本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルやその製造方法について、図面を参照
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しながら説明する。なお、各図面は、模式的なものを含んでおり、各部材の縮尺や縦横の
比率などが実際とは異なる場合がある。
【００４７】
　１．有機ＥＬ表示装置１の全体構成
　図１は、有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。有機ＥＬ表示装置１
は、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯端末、業務用ディスプレイなどに用
いられる表示装置である。
【００４８】
　有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ表示パネル１０と、これに電気的に接続された駆動制
御部２００とを備える。
【００４９】
　有機ＥＬ表示パネル１０は、本実施形態では、上面が長方形状の画像表示面であるトッ
プエミッション型の表示パネルである。有機ＥＬ表示パネル１０は、平面視において、中
央の画像を表示する画像表示領域５０と、画像表示領域５０の周りを囲繞する周辺領域６
０とを有し、画像表示領域５０の画像表示面に沿って複数の有機ＥＬ素子（不図示）が配
列され、各有機ＥＬ素子の発光を組み合わせて画像を表示する。有機ＥＬ表示パネル１０
は、一例として、アクティブマトリクス方式を採用している。
【００５０】
　なお、周辺領域６０内の画像表示領域５０に近い領域にも、有機ＥＬ素子が形成される
が、これは発光しない、ダミーの有機ＥＬ素子（以下、画像表示領域５０内に配され発光
する有機ＥＬ素子を、そのまま「有機ＥＬ素子」と呼び、周辺領域６０内のダミーの有機
ＥＬ素子を、「ダミー発光素子」と呼んで、両者を区別する。）である。
【００５１】
　一般に基板の周辺部と中央部とを比較すると、周辺部の方が早くインクが乾燥するため
中央部と周辺部における有機層の膜厚にばらつきが生じる。そのため、画像表示領域５０
の周辺にわざと発光に寄与しないダミー発光素子を形成して、画像表示領域５０内の有機
ＥＬ素子の有機層の膜厚の均一化を図っている。
【００５２】
　駆動制御部２００は、有機ＥＬ表示パネル１０に接続された駆動回路２１０と、計算機
などの外部装置又はＴＶチューナーなどの受信装置に接続された制御回路２２０とを有す
る。駆動回路２１０は、画像表示領域５０内の各有機ＥＬ素子に電力を供給する電源回路
、各有機ＥＬ素子への供給電力を制御する電圧信号を印加する信号回路、一定の間隔ごと
に電圧信号を印加する箇所を切り替える走査回路などを有する。
【００５３】
　制御回路２２０は、外部装置や受信装置から入力された画像情報を含むデータに応じて
、駆動回路２１０の動作を制御する。
【００５４】
　なお、図１では、一例として、駆動回路２１０が有機ＥＬ表示パネル１０の周囲に４つ
配置されているが、駆動制御部２００の構成はこれに限定されるものではなく、駆動回路
２１０の数や位置は適宜変更可能である。また、以下では説明のため、図１に示すように
、有機ＥＬ表示パネル１０上面の長辺に沿った方向をＸ方向、有機ＥＬ表示パネル１０上
面の短辺に沿った方向をＹ方向とする。
【００５５】
　２．有機ＥＬ表示パネル１０の平面構成
　図２は、有機ＥＬ表示パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。有
機ＥＬ表示パネル１０では、一例として、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）（以下、
単にＲ、Ｇ、Ｂともいう。）にそれぞれ発光する副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが
行列状に配列されている。副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂは、Ｘ方向に交互に並び
、Ｘ方向に並ぶ一組の副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが、一つの画素Ｐを構成して
いる。画素Ｐでは、階調制御された副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの発光輝度を組
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み合わせることにより、フルカラーを表現することが可能である。
【００５６】
　また、Ｙ方向においては、副画素１００Ｒ、副画素１００Ｇ、副画素１００Ｂのいずれ
かのみが並ぶことでそれぞれ副画素列ＣＲ、副画素列ＣＧ、副画素列ＣＢが構成されてい
る。これにより、有機ＥＬ表示パネル１０全体として画素Ｐが、Ｘ方向及びＹ方向に沿っ
た行列状に並び、この行列状に並ぶ画素Ｐの発色を組み合わせることにより、画像表示面
に画像が表示される。
【００５７】
　副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂには、それぞれＲ、Ｇ、Ｂの色に発光する有機Ｅ
Ｌ素子２（Ｒ）、２（Ｇ）、２（Ｂ）（図６参照）が配置されている。
【００５８】
　また、本実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、いわゆるラインバンク方式を採
用している。すなわち、副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢを１列ごとに仕切る隔壁（バンク）１
４がＸ方向（行方向）に間隔をおいて複数配置され、各副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢでは、
副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが、有機発光層を共有している。
【００５９】
　ただし、各副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢでは、副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ同士
を絶縁する画素規制層１４１がＹ方向に間隔をおいて複数配置され、各副画素１００Ｒ、
１００Ｇ、１００Ｂは、独立して発光することができるようになっている。
【００６０】
　この画素規制層１４１の基板からの高さは、有機発光層のインク塗布時における液面の
高さよりも低く、これにより、隣接する隔壁１４間の間隙１４ａに塗布されたインクのＹ
方向（列方向）の流動性を確保してレベリングにより同一発光色における有機発光層の膜
厚を均一に形成することを容易にする。
【００６１】
　各隔壁１４は、Ｙ方向に延びて、その終端部が周辺領域６０内まで及び、当該終端部に
おいて、隔壁１４と同じ高さの連結部１４２により連結され、隣接する隔壁１４間の間隙
１４ａに塗布されたインクが、隔壁１４の列方向端部から漏れないようになっている。
【００６２】
　連結部１４２は、Ｙ方向の両端部に設けられており、これにより、隣接する隔壁１４間
の間隙１４ａは、Ｙ方向にライン状に延びる開口と見做すことができるので、以下では単
に「開口部１４ａ」と言い換えて説明する。
【００６３】
　この開口部１４ａに面した下地層（平坦化層１２）のＹ方向上部終端部であって、平面
視において連結部１４２に隣接する部分には、後述するように凹入部１２１が形成されて
いる。この終端部周辺の構造についての詳細は後述する。
【００６４】
　なお、図２では、隔壁１４及び画素規制層１４１は点線で表されているが、これは、画
素規制層１４１及び隔壁１４が、画像表示面の表面に露出しておらず、画像表示面の内部
に配置されているからである。
【００６５】
　３．隔壁の終端部周辺の構造
　図３（ａ）は、正孔輸送層１６が形成される前の製造途中の有機ＥＬ表示パネル１０の
周辺領域６０における隔壁１４の列方向における一方の終端部周辺の構造を示す斜視図で
あり、図３（ｂ）は、同じく製造途中の有機ＥＬ表示パネル１０の一部分の平面図であり
、図３（ｃ）は、図３（ｂ）のＤ－Ｄ線における矢視断面図である。
【００６６】
　図３（ａ）に示すように複数の隔壁１４の終端部は連結部１４２によって連結されると
共に、ダミー発光素子用の画素電極１３と正孔注入層１５の積層体２５（図３（ｃ）参照
）が一定の間隔をおいて平坦化層１２上に形成されている。
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【００６７】
　本実施形態では、図３（ｂ）に示すように画像表示領域５０の外側のダミー画素領域６
１に形成されるダミー発光素子を区切るための画素規制層１４１は形成されていないため
、隣り合う、積層体２５同士の間に間隙１２５が発生している。
【００６８】
　ダミー発光素子は実際に電流を供給して発光させる必要がないので、それらを電気的に
絶縁するための画素規制層１４１を形成しなくても特に支障はない。
【００６９】
　そして、平坦化層１２の開口部１４ａに面し、かつ、平面視で連結部１４２に隣接する
部分には所定容量の凹入部１２１が形成されている。
【００７０】
　図４（ａ）～（ｄ）は、本実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０の隔壁１４の形成工
程の最終段階から有機発光層のインク塗布までの工程を示す斜視図であり、図５（ａ）～
（ｃ）は、本実施形態における効果を説明するための概略断面図である。
【００７１】
　図４（ａ）は、フォトリソグラフィ法を用いて、隔壁１４をパターニングした直後の様
子を示す図であり、その最終段階でリンス液（洗浄液）により現像液などを洗い流す工程
が行われる。
【００７２】
　基板上に残留したリンス液は、図４（ｂ）に示すように、不図示のエアーナイフ装置の
ノズル５００から吐出される圧縮空気５０１に対し、有機ＥＬ表示パネルをＣ方向に相対
的に移動させることにより、基板の一方端部から吹き飛ばされて除去される。
【００７３】
　この際、ダミー画素領域６１には、画素規制層１４１が形成されていないので、途中で
リンス液溜り４０１が発生せず、速やかに連結部１４２付近まで吹き寄せられ、大半は有
機ＥＬ表示パネル１０外に飛ばされるが、連結部１４２の手前の位置には、連結部１４２
が障壁となって、どうしてもリンス液溜り４０１が残る（図５（ａ）、（ｂ）参照）。
【００７４】
　その後、有機ＥＬ表示パネル１０の中間品を所定温度で加熱してベーク処理を行うが、
図５（ｂ）に示すように、平坦化層１２の上面（開口部１４ａに臨む面）の連結部１４２
より手前の位置には凹入部１２１が設けられており、この部分の上方には画素規制層１４
１が形成されていないので、ベーク処理によりリンス液溜り４０１のリンス液が蒸発して
も、異物４０２は、凹入部１２１内で析出し、隔壁１４の内壁には付着しない（図４（ｃ
）、図５（ｃ）参照）。
【００７５】
　そのため、その後の工程で開口部１４ａに各発光色のインクを塗布しても混色が生じな
いようにすることができる（図４（ｄ）参照。同図では、発光色が緑のインク３１０Ｇ、
および発光色が赤のインク３１０Ｒのみの塗布状態を一例として示している。）。
【００７６】
　なお、本実施形態では、ダミー画素領域６１にある全てのダミー発光素子の間の画素規
制層１４１を形成しないようにしているが、通常、隔壁１４および連結部１４２の高さは
、およそ１μｍ程度あるのに比べて、画素規制層１４１の高さは高々０．５μｍ程度であ
り、ダミー画素領域６１に画素規制層１４１があったとしても、当該画素規制層１４１の
手前で生じるリンス液溜り４０１はそれほど大きくなく、正孔注入層１５の材料や、使用
するリンス液の種類などによっては、それほどリンス液に異物が溶解しない場合もあり、
画素規制層１４１の手前で析出したとしても、混色を惹起するまでに至らない場合もあり
得る。
【００７７】
　その場合には、ダミー画素領域６１においても画素規制層１４１を形成していても特に
支障は生じないし、また、ダミー画素領域６１における画素規制層１４１を取り除くとし
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ても、少なくとも終端部に近い一対のダミー発光素子間の画素規制層１４１だけでよい場
合もあり得る。
【００７８】
　なお、凹入部１２１の容量は、例えば、６００μｍ3～２４００００μｍ3程度あればよ
く、より具体的には、正孔注入層１５の材料のリンス液への溶解の容易性や、形成される
リンス液溜り４０１の大きさ、開口部１４ａの幅、長さなどを考慮して、事前に実験など
により求めることができ、それに応じて凹入部１２１の深さなどが決定される。
【００７９】
　また、製造工程において、リンス液が吹き寄せられない側の隔壁１４の終端部には、特
に凹入部１２１を設ける必要はない。
【００８０】
　４．有機ＥＬ表示パネル１０の積層構造および製造方法
　以下、有機ＥＬ表示パネル１０の積層構造および製造方法について、図面に基づき説明
する。
【００８１】
　（Ａ）有機ＥＬ表示パネル１０の積層構造
　図６は、図２の画像表示領域５０におけるＡ－Ａ線に沿った部分における有機ＥＬ表示
パネル１０の模式断面図である。
【００８２】
　有機ＥＬ表示パネル１０において、一つの画素は、Ｒ、Ｇ、Ｂをそれぞれ発光する３つ
の副画素からなり、各副画素は、対応する色を発光する有機ＥＬ素子２（Ｒ）、２（Ｇ）
、２（Ｂ）で構成される。
【００８３】
　各発光色の有機ＥＬ素子２（Ｒ）、２（Ｇ）、２（Ｂ）は、基本的には、ほぼ同様の構
成を有するので、区別しないときは、有機ＥＬ素子２として説明する。
【００８４】
　図６に示すように、有機ＥＬ素子２は、基板１１、平坦化層１２、画素電極（陽極）１
３、隔壁１４、正孔注入層１５、正孔輸送層１６、有機発光層１７、電子輸送層１８、電
子注入層１９、対向電極（陰極）２０、および、封止層２１とからなる。
【００８５】
　基板１１、平坦化層１２、電子輸送層１８、電子注入層１９、対向電極２０、および、
封止層２１は、画素ごとに形成されているのではなく、有機ＥＬ表示パネル１０が備える
複数の有機ＥＬ素子２に共通して形成されている。
【００８６】
　（１）基板
　基板１１は、絶縁材料である基材１１１と、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）層１１２とを含む。ＴＦＴ層１１２には、副画素ごとに駆動回路が形成され
ている。基材１１１は、例えば、ガラス基板、石英基板、シリコン基板、硫化モリブデン
、銅、亜鉛、アルミニウム、ステンレス、マグネシウム、鉄、ニッケル、金、銀などの金
属基板、ガリウム砒素などの半導体基板、プラスチック基板等を採用することができる。
【００８７】
　プラスチック材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化樹脂いずれの樹脂を用いてもよい。
例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリイミド（ＰＩ）、ポリカーボ
ネート、アクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフ
タレート、ポリアセタール、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ
塩化ビニル系、ポリウレタン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性
エラストマー、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、
またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらの
うち１種、または２種以上を積層した積層体を用いることができる。
【００８８】
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　（２）平坦化層
　平坦化層１２は、基板１１上に形成されている。平坦化層１２は、樹脂材料からなり、
ＴＦＴ層１１２の上面の段差を平坦化するためのものである。樹脂材料としては、例えば
、ポジ型の感光性材料が挙げられる。また、このような感光性材料として、アクリル系樹
脂、ポリイミド系樹脂、シロキサン系樹脂、フェノール系樹脂が挙げられる。また、図６
の断面図には示されていないが、平坦化層１２には、副画素ごとにコンタクトホールが形
成されている。
【００８９】
　（３）画素電極
　画素電極１３は、光反射性の金属材料からなる金属層を含み、平坦化層１２上に形成さ
れている。画素電極１３は、副画素ごとに設けられ、コンタクトホール（不図示）を通じ
てＴＦＴ層１１２と電気的に接続されている。
【００９０】
　本実施形態においては、画素電極１３は、陽極として機能する。
【００９１】
　光反射性を具備する金属材料の具体例としては、Ａｇ（銀）、Ａｌ（アルミニウム）、
アルミニウム合金、Ｍｏ（モリブデン）、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ
（銀、ルビジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＭｏＷ（モリ
ブデンとタングステンの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとクロムの合金）などが挙げられる
。
【００９２】
　画素電極１３は、金属層単独で構成してもよいが、金属層の上に、ＩＴＯ（酸化インジ
ウム錫）やＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）のような金属酸化物からなる層を積層した積層
構造としてもよい。
【００９３】
　（４）正孔注入層
　正孔注入層１５は、画素電極１３から有機発光層１７への正孔の注入を促進させる目的
で、画素電極１３上に設けられている。正孔注入層１５は、例えば、Ａｇ（銀）、Ｍｏ（
モリブデン）、Ｃｒ（クロム）、Ｖ（バナジウム）、Ｗ（タングステン）、Ｎｉ（ニッケ
ル）、Ｉｒ（イリジウム）などの酸化物が使用され、本実施形態では、タングステンの酸
化物（ＷＯｘ）を使用している。
【００９４】
　（５）隔壁・画素規制層
　隔壁１４は、基板１１の上方に副画素ごとに配置された複数の画素電極１３を、列毎に
仕切るものであって、Ｘ方向に並ぶ副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢの間においてＹ方向に延伸
するラインバンク形状である。
【００９５】
　この隔壁１４には、電気絶縁性を有する材料が用いられる。電気絶縁性材料の具体例と
して、例えば、絶縁性の有機材料（例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラ
ック樹脂、フェノール樹脂等）が用いられる。
【００９６】
　隔壁１４は、有機発光層１７を塗布法で形成する場合に塗布された各色のインクが溢れ
て混色しないようにするための構造物として機能する。
【００９７】
　なお、樹脂材料を用いる際は、加工性の点から感光性を有することが好ましい。当該感
光性は、ポジ型、ネガ型のいずれであってもよい。
【００９８】
　隔壁１４は、有機溶媒や熱に対する耐性を有することが好ましい。また、インクの流出
を抑制するために、隔壁１４は撥液性を有する材料で形成されるか、表面処理により表面
に撥液性が付与される。
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【００９９】
　画素規制層１４１は、電気絶縁性材料からなり、各副画素列においてＹ方向（図２）に
隣接する画素電極１３同士を仕切っている。
【０１００】
　上述のように画素規制層１４１の基板１１からの高さは、隔壁１４の高さ、及び、開口
部１４ａに塗布された有機発光材料を含むインクの液面よりも低い。また、画素規制層１
４１は、Ｙ方向に隣接する画素電極１３間の電気絶縁性を向上させる。
【０１０１】
　画素規制層１４１に用いられる電気絶縁性材料の具体例としては、上記隔壁１４の材料
として例示した樹脂材料や無機材料などが挙げられる。
【０１０２】
　（６）正孔輸送層
　正孔輸送層１６は、正孔注入層１５から注入された正孔を有機発光層１７へ輸送する機
能を有する。正孔輸送層１６は、例えば、ポリフルオレンやその誘導体、あるいは、ポリ
アリールアミンやその誘導体などの高分子化合物などを材料として形成される。
【０１０３】
　（７）有機発光層
　有機発光層１７は、開口部１４ａ内に形成されており、正孔と電子の再結合により、Ｒ
、Ｇ、Ｂの各色の光を発光する機能を有する。なお、特に、発光色を特定して説明する必
要があるときには、有機発光層１７（Ｒ）、１７（Ｇ）、１７（Ｂ）と記す。
【０１０４】
　有機発光層１７の材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマ
リン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリ
ノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレ
ン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、
キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ロー
ダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、ス
チルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシア
ノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、
ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム
化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、
シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビ
ピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土
類錯体などの蛍光物質で形成されることが好ましい。
【０１０５】
　（８）電子輸送層
　電子輸送層１８は、対向電極２０からの電子を有機発光層１７へ輸送する機能を有する
。電子輸送層１８は、電子輸送性が高い有機材料からなる。
【０１０６】
　電子輸送層１８に用いられる有機材料としては、例えば、オキサジアゾール誘導体（Ｏ
ＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ
）などのπ電子系低分子有機材料が挙げられる。
【０１０７】
　（９）電子注入層
　電子注入層１９は、対向電極２０から供給される電子を有機発光層１７側へと注入する
機能を有する。電子注入層１９は、例えば、電子輸送性が高い有機材料に、アルカリ金属
、アルカリ土類金属または希土類元素から選択されるドープ金属がドープされて形成され
ている。
【０１０８】
　アルカリ金属に該当する金属は、リチウム（Ｌｉ）、ナトリウム（Ｎａ）、カリウム（
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Ｋ）、ルビジウム（Ｒｂ）、セシウム（Ｃｓ）、フランシウム（Ｆｒ）であり、アルカリ
土類金属に該当する金属は、カルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（
Ｂａ）、ラジウム（Ｒａ）である。また、希土類元素としては、例えば、
エリビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）などである。
【０１０９】
　また、電子注入層１９に用いられる有機材料としては、例えば、オキサジアゾール誘導
体（ＯＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐ
ｈｅｎ）などのπ電子系低分子有機材料が挙げられる。
【０１１０】
　（１０）対向電極
　対向電極２０は、透光性の導電性材料からなり、電子注入層１９上に形成されている。
対向電極２０は、陰極として機能する。
【０１１１】
　対向電極２０としては、例えば、金属薄膜または、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電膜を
用いることができる。金属薄膜の材料として、アルミニウム、マグネシウム、銀、アルミ
ニウム－リチウム合金、マグネシウム－銀合金等のうち少なくとも１つの材料からなる金
属薄膜を形成するのが望ましい。
【０１１２】
　（１１）封止層
　封止層２１は、内部の正孔輸送層１６、有機発光層１７、電子注入層１９などの有機層
が外部の水分や空気に晒されたりして劣化するのを防止するために設けられるものである
。
【０１１３】
　封止層２１は、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）などの
透光性材料を用いて形成される。
【０１１４】
　（１２）その他
　図６には示されてないが、封止層２１上に透明な接着剤を介して防眩用の偏光板や上部
基板を貼り合せてもよい。また、各有機ＥＬ素子２により発光される光の色度を補正する
ためのカラーフィルターを貼り合わせてもよい。これらにより、正孔輸送層１６、有機発
光層１７、電子注入層１９などを外部の水分および空気などからさらに保護できる。
【０１１５】
　（Ｂ）有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法
　以下、有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法について説明する。
【０１１６】
　図７は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造工程を示すフローチャートであり、図８（ａ）
～（ｆ）、図９（ａ）～（ｄ）、図１０（ａ）、（ｂ）および図１１（ａ）～（ｄ）は、
有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を示す模式断面図である。
【０１１７】
　（１）基板準備工程
　まず、図８（ａ）に示すように、基材１１１上にＴＦＴ層１１２を成膜して基板１１を
準備する（図７のステップＳ１）。ＴＦＴ層１１２は、公知のＴＦＴの製造方法により成
膜することができる。
【０１１８】
　（２）平坦化層形成工程
　次に、図８（ｂ）に示すように、基板１１上に、平坦化層１２を形成する（図７のステ
ップＳ２）。
【０１１９】
　具体的には、一定の流動性を有する樹脂材料を、例えば、ダイコート法により、基板１
１の上面に沿って、ＴＦＴ層１１２による基板１１上の凹凸を埋めるように塗布する。こ
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れにより、平坦化層１２の上面は、基材１１１の上面に沿って平坦化した形状となる。
【０１２０】
　また、平坦化層１２における、ＴＦＴ素子の例えばソース電極上の個所に、フォトリソ
グラフィ法により、コンタクトホール（不図示）を形成する。コンタクトホールは、その
底部にソース電極の表面が露出するようにパターニングなどを用いて形成される。このコ
ンタクトホールの形成に併せて、開口部１４ａの連結部１４２に隣接する予定の位置に凹
入部１２１（図３（ａ）、図３（ｃ）参照）も、同じフォトリソグラフィ法の工程で、同
時に形成するようにすれば、製造工程を簡易化できる。
【０１２１】
　次に、コンタクトホールの内壁に沿って接続電極層を形成する。接続電極層の上部は、
その一部が平坦化層１２上に配される。接続電極層の形成は、例えば、スパッタリング法
を用いることができ、金属膜を成膜した後、フォトリソグラフィ法およびウエットエッチ
ング法を用いてパターニングすればよい。
【０１２２】
　（３）画素電極・正孔注入層の形成工程
　次に、図８（ｃ）に示すように、平坦化層１２上に画素電極材料層１３０を形成する。
画素電極材料層１３０は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法などを用いて形成する
ことができる。
【０１２３】
　さらに、画素電極材料層１３０上に正孔注入材料層１５０を形成する（図８（ｄ））。
正孔注入材料層１５０は、例えば、反応性スパッタ法などを用いて形成することができる
。
【０１２４】
　そして、図８（ｅ）に示すように、画素電極材料層１３０と正孔注入材料層１５０とを
エッチングにより同時にパターニングして、副画素ごとに区画された複数の画素電極１３
と正孔注入層１５とからなる積層体２５を形成する（図７のステップＳ３）。
【０１２５】
　なお、画素電極１３、正孔注入層１５の形成方法は上述の方法に限られず、例えば、画
素電極材料層１３０を先にパターニングして画素電極１３を形成してから、正孔注入層１
５を形成するようにしてもよい。
【０１２６】
　（４）隔壁・画素規制層形成工程
　次に、隔壁１４および画素規制層１４１を形成する（図７のステップＳ４）。
【０１２７】
　本実施形態では、画素規制層１４１と隔壁１４を別工程で形成するようにしている。
【０１２８】
　（４－１）画素規制層形成工程
　まず、Ｙ方向（図２）における画素電極列を副画素毎に仕切るため、Ｘ方向に伸びる画
素規制層１４１を形成する。
【０１２９】
　図９（ａ）に示すように、画素電極１３、正孔注入層１５が形成された平坦化層１２上
に、画素規制層１４１の材料となる感光性の樹脂材料を一様に塗布して、ベーク処理後に
狙いの画素規制層１４１の高さを得るのに必要な膜厚の画素規制層材料層１４１０を形成
する。
【０１３０】
　具体的な塗布方法として、例えばダイコート法やスリットコート法、スピンコート法な
どのウエットプロセスを用いることができる。塗布後には、例えば、真空乾燥及び６０℃
～１２０℃程度の低温加熱乾燥（プリベーク）などを行って不要な溶媒を除去するととも
に、画素規制層材料層１４１０を平坦化層１２に定着させることが好ましい。
【０１３１】
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　そして、フォトリソグラフィ法を用いて、画素規制層材料層１４１０をパターニングす
る。
【０１３２】
　例えば、画素規制層材料層１４１０がポジ型の感光性を有する場合は、画素規制層１４
１として残す箇所を遮光し、除去する部分が透明なフォトマスク（不図示）を介して画素
規制層材料層１４１０を露光する。
【０１３３】
　次に、現像を行い、画素規制層材料層１４１０の露光領域を除去することにより、画素
規制層１４１を形成することができる。具体的な現像方法としては、例えば、基板１１全
体を、画素規制層材料層１４１０の露光により感光した部分を溶解させる有機溶媒やアル
カリ液などの現像液に浸した後、純水などのリンス液で基板１１を洗浄すればよい。
【０１３４】
　基板上に残存するリンス液は、上記図４（ｂ）で説明したのと同様に、エアーナイフ装
置のノズル５００から吐出される圧縮空気５０１の風圧により、行方向に沿ってリンス液
を行方向の一方の端部から飛ばすようにして除去する。
【０１３５】
　画素規制層１４１の場合は、隣接する画素規制層１４１間の間隙の終端部において連結
されていないので、この段階でリンス液溜り４０１が生じることはほとんどない。
【０１３６】
　その後、所定温度でベーク処理（ポストベーク）することにより、平坦化層１２上に、
Ｘ方向に延伸する画素規制層１４１を形成することができる（図９（ｂ））。
【０１３７】
　なお、ダミー画素領域６１におけるダミー発光素子間には画素規制層１４１は形成され
ない（図３（ｂ）、（ｃ）参照）。
【０１３８】
　（４－２）隔壁形成工程
　次に、Ｙ方向に伸びる隔壁１４を上記画素規制層１４１と同様にして形成する。
【０１３９】
　すなわち、上記画素電極１３、正孔注入層１５、画素規制層１４１が形成された平坦化
層１２上に、隔壁用の樹脂材料を、ダイコート法などを用いて塗布して、ベーク処理後に
狙いの隔壁１４の高さを得るのに必要な膜厚の隔壁材料層１４０を形成し（図９（ｃ））
、フォトリソグラフィ法により隔壁材料層１４０にＹ方向に延在する隔壁１４をパターニ
ングする。
【０１４０】
　この際に、基板上に残ったリンス液を、エアーナイフ装置により列方向に沿って追い出
し、列方向の一方端部から飛ばすようにして除去する（図４（ｂ））。隣接する隔壁１４
間の間隙（開口部１４ａ）は、列方向端部において連結部１４２により閉塞されているた
め、リンス液溜り４０１が連結部１４２の手前の凹入部１２１上方にできる（図４（ｃ）
、図５（ｂ）参照）。
【０１４１】
　その後、所定の温度でベーク処理して隔壁１４を形成する（図９（ｄ））。この際、リ
ンス液溜り４０１のリンス液が蒸発し、異物が析出しても凹入部１２１内に残存するため
、隔壁１４の内壁に付着することなく、混色が生じない。
【０１４２】
　なお、上記では、画素規制層１４１と隔壁１４のそれぞれの材料層をウエットプロセス
で形成した後にパターニングするようにしたが、いずれか一方または双方の材料層をドラ
イプロセスで形成して、フォトリソグラフィ法により、パターニングするようにしてもよ
い。
【０１４３】
　（５）正孔輸送層形成工程
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　次に、図１０（ａ）に示すように、隔壁１４が規定する開口部１４ａに対し、正孔輸送
層１６の構成材料を含むインクを、印刷装置の塗布ヘッド３０１のノズル３０１１から吐
出して開口部１４ａ内の正孔注入層１５上に塗布する。この際、正孔輸送層１６のインク
は、画素電極列の上方においてＹ方向（図２）に沿って延伸するように塗布される。その
後、乾燥させて、正孔輸送層１６を形成する（図７のステップＳ５）。
【０１４４】
　（６）有機発光層形成工程
　次に、上記正孔輸送層１６の上方に、有機発光層１７を形成する（図７のステップＳ６
）。
【０１４５】
　具体的には、図１０（ｂ）に示すように、各開口部１４ａに対応する発光色の発光材料
を含むインクを、印刷装置の塗布ヘッド３０１のノズル３０１１から順次吐出して開口部
１４ａ内の正孔輸送層１６上に塗布する。この際、インクを画素規制層１４１の上方にお
いても連続するように塗布する。これにより、Ｙ方向に沿ってインクが流動可能となり、
インクの塗布むらを低減して、同一の副画素列における有機発光層１７の膜厚を均一化す
ることが可能となる。
【０１４６】
　そして、インク塗布後の基板１１を真空乾燥室内に搬入して真空環境下で加熱すること
により、インク中の有機溶媒を蒸発させる。これにより、有機発光層１７を形成できる。
【０１４７】
　（７）電子輸送層形成工程
　次に、図１１（ａ）に示すように、有機発光層１７および隔壁１４上に、電子輸送層１
８を形成する（図７のステップＳ７）。電子輸送層１８は、例えば、電子輸送性の有機材
料を蒸着法により各副画素に共通して成膜することにより形成されるが、ウエットプロセ
スにより形成しても構わない。
【０１４８】
　（８）電子注入層形成工程
　次に、図１１（ｂ）に示すように、電子輸送層１８上に、電子注入層１９を形成する（
図７のステップＳ８）。電子注入層１９は、例えば、電子輸送性の有機材料とドープ金属
を共蒸着法により各副画素に共通して成膜することにより形成される。
【０１４９】
　（９）対向電極形成工程
　次に、図１１（ｃ）に示すように、電子注入層１９上に、対向電極２０を形成する（図
７のステップＳ９）。対向電極２０は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、銀、アルミニウム等を、スパッ
タリング法、真空蒸着法により成膜することにより形成される。
【０１５０】
　（１０）封止層形成工程
　次に、図１１（ｄ）に示すように、対向電極２０上に、封止層２１を形成する（図７の
ステップＳ１０）。封止層２１は、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等を、スパッタリング法、ＣＶＤ法
などにより成膜することにより形成することができる。
【０１５１】
　これにより、有機ＥＬ表示パネル１０が完成する。
【０１５２】
　なお、上記の製造方法は、あくまで例示であり、適宜変更可能である。
【０１５３】
　≪変形例≫
　以上、本発明の一態様として、有機ＥＬ表示パネルや有機ＥＬ表示パネルの製造方法な
どの実施形態について説明したが、本発明は、その本質的な特徴的構成要素を除き、以上
の実施形態により何ら限定を受けるものではない。以下では、本発明の他の態様（変形例
）について説明する。
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【０１５４】
　（１）上記実施形態では、異物が析出するための凹入部１２１を開口部１４ａの連結部
１４２手前の位置に形成したが、図１２（ａ）の概略断面図に示すように、凹入部１２１
以外にもダミー発光素子の積層体２５同士の間の画素規制層１４１が形成されていない部
分に凹入部１２２を設けてもよい。これにより、異物が析出し得る凹入部の全体容量が増
加し、異物の隔壁１４内壁面への付着がより抑制されると解される。
【０１５５】
　また、図１２（ｂ）に示すように、図１２（ａ）の変形例において、ダミー発光素子の
積層体２５を形成しないようにしてもよい。ダミー発光素子は発光させる必要がないので
積層体２５は、必須の構成でなくてもよいからである。
【０１５６】
　また、図１２（ｃ）に示すように、図３（ｃ）においてダミー発光素子の積層体２５を
形成しないようにしてもよい。これによりリンス液がエアーナイフ装置の風圧により、凹
入部１２１に至るまでのダミー画素領域６１においてリンス液の移動が円滑に行え、この
範囲でのリンス液溜り４０１がより発生しにくくなる。
【０１５７】
　本変形例は、ダミー画素領域６１において、列方向にダミー発光素子が１個しかない場
合でも適用可能であり、また、ダミー発光素子が列方向に複数配されていて、それらの一
部または全部の間に画素規制層１４１が形成されていても適用し得る。
【０１５８】
　また、図１２（ｄ）に示すようにダミー画素領域６１に複数のダミー発光素子画素連続
して画素電極１３１、正孔注入層１５１を積層するようにしてもよい。
【０１５９】
　この場合にも、凹入部１２１に至るまでのダミー画素領域６１におけるリンス液の除去
が円滑に行える
　なお、上記図１２（ａ）、（ｂ）の変形例において、必ずしも積層体２５間の全ての間
隙１２５に対応する位置に凹入部１２２が形成されていなくてもよく、その場合には連結
部１４２に最も近い少なくとも１の間隙１２５部分に凹入部１２２が形成されることが望
ましいと考えられる。
【０１６０】
　また、図１２（ｃ）の変形例において、凹入部１２１を除いた平坦化層１２の上面が必
ずしも各副画素列のダミー画素領域６１の全範囲において平坦である必要はなく、例えば
、少なくともダミー発光素子１個分の占める領域よりも広い範囲で平坦であれば、リンス
液の円滑な除去に多少なりとも貢献すると考えられる。
【０１６１】
　同様に、図１２（ｄ）の変形例における積層体２５（画素電極１３１と正孔注入層１５
１）の列方向に延びる範囲についても、必ずしもダミー画素領域６１の全範囲に及ぶ必要
はない。
【０１６２】
　（２）また、別の変形例として、平坦化層１２に凹入部１２１とは別にＹ方向（列方向
）に伸びる溝部を形成してもよい。
【０１６３】
　図１３（ａ）は、この場合の変形例における有機発光層１７形成前の有機ＥＬ表示パネ
ル１０のダミー画素領域６１を含む一部分の概略平面図であり、図１３（ｂ）は、図１３
（ａ）のＥ－Ｅ線における矢視断面図である。
【０１６４】
　両図に示すように、平坦化層１２のダミー画素領域６１には積層体２５を形成せずにＹ
方向に伸びる溝部１２３を設けてもよい。溝部１２３は、凹入部１２１と連結されるのが
望ましいが、連結しなくても、ダミー画素領域６１における凹入部１２１までに至るまで
の途中でリンス液溜り４０１が発生しても、溝部１２３内で異物を析出させることが可能
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になり、隔壁１４の内壁に異物が付着するおそれがない。
【０１６５】
　また、図１４（ａ）はさらに別の変形例における有機発光層１７形成前の有機ＥＬ表示
パネル１０のダミー画素領域６１を含む一部分の概略平面図であり、図１４（ｂ）は、図
１４（ａ）のＦ－Ｆ線における矢視断面図である。
【０１６６】
　両図に示すように、図１３（ａ）（ｂ）における溝部１２３の上方にＹ方向に連続して
伸びる積層体２５を形成しても構わない。この場合でも、正孔注入層１５１上に溝１２４
が形成されるので、図１３の場合と同様な効果が得られる。
【０１６７】
　なお、溝部１２３、１２４の列方向長さは、必ずしもダミー画素領域６１のＹ方向の全
幅に及ぶ必要はなく、例えば、１～３個のダミー発光素子の列方向の配置領域を含む程度
の列方向長さであってもよい。
【０１６８】
　（３）上記実施形態では、凹入部１２１は列方向の一方の端部（製造時に風圧によりリ
ンス液が寄せられる方向における端部）のみに形成されていたが、例えば、基板の中央部
を回転軸にして遠心力によりリンス液を飛ばして除去する場合には、他方の端部にも凹入
部１２１が形成される。
【０１６９】
　（４）上記実施形態の有機ＥＬ素子の積層構造において、必ずしも、正孔注入層１５、
正孔輸送層１６、電子輸送層１８、電子注入層１９の機能層の全部を備える必要がない。
例えば、電子輸送層１８、電子注入層１９を廃して電子注入輸送層を形成するようにして
も構わない。
【０１７０】
　（５）上記実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、図２に示すように、画素規制
層１４１の延伸方向が有機ＥＬ表示パネル１０の長軸Ｘ方向、隔壁１４の延伸方向が有機
ＥＬ表示パネル１０の短軸Ｙ方向であったが、画素規制層１４１と隔壁１４の延伸方向は
、逆であってもよい。また、画素絶縁層及び隔壁の延伸方向は、有機ＥＬ表示パネル１０
の形状とは無関係な方向であってもよい。
【０１７１】
　また、上記実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、一例として画像表示面を長方
形状としたが、画像表示面の形状に限定はなく、適宜変更可能である。
【０１７２】
　（６）また、上記実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０は、アクティブマトリクス方
式を採用したが、これに限られず、パッシブマトリクス方式を採用してもよい。また、ト
ップエミッション型の有機ＥＬ表示パネルだけでなくボトルエミッション型の有機ＥＬ表
示パネルにも適用可能である。
【０１７３】
　≪補足≫
　以上、本開示に係る有機ＥＬ素子およびその製造方法並びに有機ＥＬ表示パネル、有機
ＥＬ表示装置、電子機器について、実施形態および変形例に基づいて説明したが、本発明
は、上記の実施形態および変形例に限定されるものではない。上記実施形態および変形例
に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で実施形態および変形例における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現
される形態も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１７４】
　本開示に係る有機ＥＬ表示パネルは、様々な電子機器に用いられる表示パネルに広く利
用することができる。
【符号の説明】
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【０１７５】
　　　　１　　有機ＥＬ表示装置
　　　　２　　有機ＥＬ素子
　　　１０　　有機ＥＬ表示パネル
　　　１１　　基板
　　　１２　　平坦化層
　　　１３　　画素電極
　　　１４　　隔壁
　　　１４ａ　開口
　　　１５　　正孔注入層
　　　１６　　正孔輸送層
　　　１７　　有機発光層
　　　１８　　電子輸送層
　　　１９　　電子注入層
　　　２０　　対向電極
　　　２１　　封止層
　　　２５　　積層体
　　　５０　　画像表示領域
　　　６０　　周辺領域
　　　６１　　ダミー画素領域
　　１００Ｂ、１００Ｇ、１００Ｒ　副画素
　　１２１、１２２　　凹入部
　　１２３、１２４　　溝部
　　１４０　　隔壁材料層
　　１４１　　画素規制層
　　１４２　　連結部
　　４０１　　リンス液滴
　　４０２　　異物
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